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Profile Feature

Lead (Pb)-Free solder

Preheat: Temperature Min (Tsmin)

Temperature Max (Tsmax)

Time (Tsmin to Tsmax ) (ts)

150°C
200°C
60 -120 seconds

Average ramp—up rate: (Ts max to Tp) | 3°C / second max.
Time maintained above :Temperature .
217°C

(TL)

] 60-150 seconds
Time (tL)
Peak Temperature (Tp) 260°C

. .. 10,
Time within C of actual peak

-5 10 seconds

Temperature (tp)2

Ramp—own Rate

6°C/second max.

Time 25°C to Peak Temperature

8 minutes max.
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i i LA B AR AL,

TE L N 1A
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105

second wave
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200 - first wavE
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100 - ""'jF‘E"__

Li

3. 6 HEFE IR AL R T

250
Time (Sec)

200

7N

Welding plate
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Dimension(mm)

Type A B c D
01005 0.14+0.03 0.2+0.03 0.2+0.03 0.54+0.03
0201 0.25+0.05 0.35%0.05 0.4+0.05 1.0+0.05
0402 0.50+0.05 0.45+0.05 0.5+0.05 1.4+0.05
0603 0.9+0.05 0.65+0.05 0.8+0.05 2.1+0.05
0805 1.0+0.1 1.0+0.1 1.3+0.1 3.0+0.1
1206 2.01+0.1 1.1+0.1 1.6+0.1 4.2+0.1
1210 2.0+0.1 1.1+0.1 2.610.1 4.2+0.1
1812 3.2+10.1 1.4+0.1 3.3%0.1 5.840.1
2010 3.6+0.1 1.3+0.1 2.6%0.1 6.2+0.1
2512 5.0+0.1 1.6+0.1 3.3%0.1 8.210.1
3.7 FHRIG A AR

KT F TR B raBEES, 1EER LR LA,

(1) JEBLkiEE: 380°C

(2) EERIERTE]: 3~4

(3) k. RATHETHA
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Do not attenmet 1O SOlder 2gain I the chip resision
body s incined

3.8 FEMmE
RN TR BRI, RIS ML HIAE 165° 3| 170° ).

165-170° -

4/14



4. FEEREIN

4.1 NG P A P A 251 20410°C, 70%RH LLF, #6fEFEfH 6°C~35°C, 35~88%RH,
USRS PR AT SRR R S, PR R RN R R R T RE 2 AL

4.2 1 A IR EAE 2R E RO DL R s AR m] B R B2 HEE — 5 A DRAE R B E B A b R e

5. HOEREM

5.1 AH] MARHE 1% o TR T (GONEAIR A5 S B HiED) DUE R 32 257 i B 7.
PRLE, G RAT SRORE ™ il B B R B 5y — K A W7 b 1, B R 7 i B A A
RAIN, R EEAR A 2 AR R VAT R 2 3R

6. TAVF=iEE4

6.1 XEEHUK A& 5 A R Tl AU RKIEE . B 7 T& S W &2 56, A vt
Mo REAFVEA, FIERHIXEEHRE R R 5 5 =7

6.2 1 % Wb RO R BE, BRI L], AU S8 AR A AR T4 SR LA 2 Bk
o B b8 RR P B =07 RAR AT AR . I, A "I ARIAE T ST

6.3 1R IUEE =J7 KIRNR ™ KL
6.4 DA L AL BT 807 il i 52 A AT ]

6.5 AN /v FI AR I L7 i BRI S AT Ao A P D AR 2 ) B AR 28 R ) B R Tolk
PR AT AR, EAE L A5 BAE B i I BURI R A1

5/14



1.5 AHBS
Pt A A B, AR AT . AT IWEE 2R, A B AR .
7.1 AR R
7.0.1 it I A8 R S TR A AR R LD R o O A L BEL AR P 45 44D
“
7/
A & + /A
RSN
® OOLE
O SRGA
@OL:NEXEN
Gk
OEREETT
(HFREFX)
]
Elactrade concentration

7.1.2 R AEROE B RS BT I X IR Rl A ) X380

(FEAT YWD
S—

A

7.1.3 AN A SR, diZ R e SR AR S EURERE T . PR AE
W P RO . AR AR R T O RE, At i B AR R R R = P
REZARSZ IR 0 A B B AL o B I 3 e 2 3 B0 5 I R BH AR 76 2

6/14



7.1.4 R M
Wk PR IR N AR B AR R R AL B PCB. TR, SRAIORE e AR ) AR R
U7 R 5E

7.2 1 WS SRS

7.2.1 AN R R, P A R . AR I R E R, AR
e Eote SR, R I RGN B R BRGIME, STt Wil 1 s

[
—J

1 2 3 4 5

Resistance varation
[ =]

Load —= Large
Fig.1

7.2.2 Al A, FRBH S FRAR. Y HARET 20 09 RuO2 FIIRR, J9PH TS & i, iR
2y, PR . WERI 2R, MR, 22 BEEmE, #ex
Uz RNt NS P P N e SR DIV s e Sy AR ISR E RS LV

N
. ﬁ I:;:-‘-"
o
=
=
/

723 ISR, MHICFRS 2 2R, 4, R, (EE)

7.2.4 GRS EE— BN, )R ST, TS K. £ &N,
WAMIEEOTR, BT AEKRRKZESR, BHSEARD &,

7/14



o

—
\

]
Crack

7.3 BESIRE . MM, A BHAARRR R LA

7.3.1 Wy FL BH 22 2%
Fr AL BE S YA J7 ) [ 22 3% o 226 b P B AR B, 15 7 FELFHLAR T 5 8 e 1o = 410,
WK 10 Frw, DA PHAR RV

Suction nozzle
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8. HAh IR
8. 1 BELAE 38 i A ] 4 B REL 28 Rk > B

Magmification

[
=

Single Cut |I|
Double Cut |I|
Double reverse |I|

LS m e f— I Cut
]

—— LCuw E
i

L

L1L

i i
05 1.0

L1=Total Trimmed Length

WO IR E . AR BT B R O IR E . L1 FOoRE— RS
OIS BT RAC R, L ORI B R

B RVIFIEBT KA 1721, DR NHUE R, 8RR R
5 ROIEIR R AR

8.2 [B¥E Y
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(2) FEV 12 P SR SR T, PRI TN e B
(3) OMEE 80omm/s, Akt 130p/mm, A TIE 4.5W,

13/14



YiEA
® K% Uniroyal Electronics Industry Co., Ltd. ZE5EFAT, ASCRGRIHAR N A A DAEA 7
KEHIFAEFE

o RPN EINA L, BATATER .. AR IR A SRS S
U, FESCRREFIN, 1 EOR E IR Az % .

© LKL BT L FL i B AT R B AR A P AT ERAE IR B o A et RN DR HL R L
I, TR RSN AT

o LA EMEEE, R EARTAHBEEGEE, JHELRRERU, mAZ
A HIHA% . Uniroyal Electronics Industry Co., Ltd. ANRAIEATAA] b 24 45 A4 AN 2>
ARACATART 56 =T7 B IR P AL B HA T A BRI BLAE K A AR ART L SAR B AR FAEAAT 14
FR BT, BRPRMSE A S v 4 i 7 AR Bl 2 SRBR BN 5%

o (EHEAEMIRE AR, BT LT AR RS AL HER AR T A B 2k
WA, WA TR R IBCR]. seAt, WK AR RAERUT A, B A itk
FBE 51 BB 2R B FH A SCEAR DG, WIAS 2 HEAT AT 52 1) B4

@® Uniroyal Electronics Industry Co., Ltd. #% PRI Ty,

® ACHYH A i 35 e

ASCAE R H B e T TR B E (T i A B lE R

% HAEAMHBETFILED.

DR AT SO X = i 5 R =y AT SR I IR A O A (N R T AR . I8 & TR

BUBR B2 BIHERE 3 RORHZ B SR A A 22 a3 ) (i 1, bty B /e e N4
e ST LSERTE R AR

14/ 14



	1．安全注意事项
	1.1产品被设计和生产用于普通电子设备（AV设备、电信设备、家电娱乐等）。如果产品用于要求极高可靠性的设备（医疗设备、运输设备、飞机/ 航天器、核电控制器、汽车设备（包括汽车配件、安全装置等），其故障或操作错误可能危及人的生命，请提前咨询本公司销售部。
	1.2如果产品故障,可能导致严重的损害，包括对人的生命的损害。必须采取足够的故障措施，包括：
	1.2.1加装保护电路或其他保护措施以提高系统安全性。
	1.2.3在单回路故障的情况下安装冗余回路。

	1.3产品仅设计用于标准环境。 如果在特殊环境下使用，会使产品特性变差。因此，建议客户在使用前先对产品特性进行验证，以下情况不能使用：
	1.3.1在产品暴露在阳光直射的室外或多尘的地方使用。
	1.3.2在产品暴露于海风或腐蚀性气体（包括Cl2、H2S、NH3,、SO2 和NO2）的地方使用。
	1.3.3在易结露的场所使用。
	1.3.4在产品暴露于静电或电磁波的地方使用。
	1.3.5在发热部件、塑料线或其他易燃物品附近使用。
	1.3.6在密封或涂装产品是使用涉及树脂或其他的涂层材料。
	1.3.7在焊接后，使用不干净的焊料或使用水或水溶性清洁剂作为焊接后清洁剂。
	1.3.8用于各种类型的液体，包括水、油、化学品和有机溶剂。

	1.4产品具有抗辐射性。
	1.5本公司对在非本说明书推荐条件下使用产品造成的任何问题概不负责。
	1.6任何产品安全问题都应通知本公司。 此外，客户应定期监控产品安全问题。

	2.使用注意事项
	2.1建议客户在上板后验证产品特性。
	2.2如果施加瞬时负载（短时间施加大量负载，例如脉冲），强烈建议客户在上板安装后验证特性。 如果超过稳态负载条件下的额定功率，可能会对产品特性和可靠性产生负面影响。
	2.3建议用镊子拿起产品时要小心，避免保护涂层和/或主体破裂。
	2.4建议防止产品脱落，使产品损坏。
	2.5由于高值电阻的电阻元件厚度较薄，电阻元件更容易进入水分子而被腐蚀。建议客户在高湿环境下不要选择阻值高的TC电阻。 虽然我们不断采取一些措施来改善保护涂层的防水性，但仍然不完美，特别是对于100KΩ以上的高阻值。
	2.6对于高精度±0.1%的TC电阻，会受环境影响，建议最终使用方的湿度控制在75%RH以下。
	2.7尽管客户设计电路时某些型号的工作电压在100V以上，但建议将电压控制在100V以下。
	2.8 TC系列高阻电阻器表面涂上助焊剂后，可能对阻值产生影响（超过电阻值范围）。客户评估后，必要时可采取相应的清洗措施以恢复阻值。此外，若电阻器表面需要涂覆其他物质，客户端需要评估对产品产生的影响，以避免在使用过程中受到任何影响。
	2.9过高的湿度会影响电阻的可焊性。梅雨季节湿度高，小尺寸电阻产品在焊接过程中因受潮产生立碑、侧背现象。在应用时，需对温湿度采取控制。

	3.安装注意事项
	3.1对于晶片电阻器，建议采用回流焊。如首选流焊方式，请提前与本公司咨询。建议注意焊接条件，避免银浸出。
	3.2建议客户不要使用高活性卤素（氯、溴等）助焊剂，因为助焊剂的剩余部分可能会对产品特性和可靠性产生负面影响。
	3.3 TC系列高阻电阻器表面涂上助焊剂后，可能对阻值产生影响（超过电阻值范围）。客户评估后，必要时可采取相应的清洗措施以恢复阻值。此外，若电阻器表面需要涂覆其他物质，客户端需要评估对产品产生的影响，以避免在使用过程中受到任何影响。
	3.4回流焊曲线（焊料：Sn 96.5 / Ag 3 / Cu 0.5）：
	允许回流次数：2次
	为避免端子电极上的芯片变色现象，请使用N2回流炉。
	3.5波峰焊曲线（适用于0603及以上尺寸）：
	3.6推荐的焊盘尺寸
	3.7手焊贴片电阻
	关于手工焊接贴片电阻器，请注意以下几点。
	(1) 烙铁头温度：380℃
	(2) 焊锡校正时间：3~4 秒
	(3)预热：尽可能预热
	(4)粘合剂：尽可能使用
	(5)位置：不要倾斜，不要对芯片施加力矩。
	(6)焊接时间：在湿状态下用贴片电阻两侧的焊料焊接（如果只有一侧是湿的，应变会残留）
	(7) 一般情况下，由有经验的操作者进行焊接是不会有问题的，但恶劣条件的结合可能会导致电极分离。
	3.8剥离角度
	相对于底部胶带，剥离角度必须在 165  到 170  之间。

	4.存储注意事项
	4.1贴片电阻推荐储存条件为20±10℃，70％RH以下，插件电阻6℃~35℃，35~88%RH，如果实际储存条件超过推荐条件，产品特性和暴露连接可能会恶化。
	4.2在满足上述储存条件的情况下，本公司自发货之日起一年内保证焊锡连接和产品性能。

	5.出口注意事项
	5.1本司尚未确定该产品是否属于《外汇和对外贸易管制法》规定的“受控产品或技术”。 因此，如果打算将产品单独或集成到另一家公司的产品中出口，或计划将产品提供给非居民的人 ，则需要根据适当的规定采取额外的步骤。

	6.工业产权禁令
	6.1这些规格包含与公司工业产权相关的信息。 除了用于适当产品的用途之外，不允许他用。 未经公司许可，禁止复制这些规格并将其披露给第三方。
	6.2有关产品的资料及数据，包括应用实例，仅供参考;本公司不保证任何有关此信息或数据的工业产权、知识产权或第三方的任何其他权利。因此，本公司不承担任何责任。
	6.3侵犯第三方的知识产权。
	6.4因使用此处所列产品而引起的任何问题。
	6.5本公司禁止其产品的购买者行使或使用属于本公司或由本公司控制的知识产权、工业产权或任何其他权利，但使用、销售或处置产品的权利除外。

	7.技术指导
	7.1过载失效机制
	7.1.1施加过载电压时元件的失效机制如下。（贴片电阻的内部结构）
	①激光修形槽
	②电阻主体
	③电极
	④氧化铝基板
	(电流集中区)
	7.1.2电流集中在激光修整后留下的区域（圆圈标出的区域）
	（因熔化而切断）
	7.1.3当施加过载电压时，由该电流集中引起的焦耳热导致局部温度升高。 产生的热量通过陶瓷基板散发。 如果产生的热量大于散发的热量，就会超过电阻体和玻璃涂层所能承受的温度而发生部分熔化。较高的过载电压会导致激光后的电阻材料完全熔化。
	7.1.4失效模式分析
	散热：产生的热量从电极和氧化铝基板传递到 PCB。 因此，失效模式由产生的热量和散热平衡决定。

	7.2过电压失效机制
	7.2.1当施加短时过载电压时，电阻值会下降。 当短时过载电压超过一定值时，电阻值开始上升。 然而，短时过载电压增加到一定的限制值，元件开路。 如图1所示。
	7.2.2瞬间高电压后，电阻会降低。内电极部分为RuO2和玻璃，为阻挡导电模式。如果势垒越高，电阻就越高。如果势垒越低，电阻就越低。在受到高电压的影响后，势垒会减小，此时电阻会降低。下面是电阻元件导电结构和阻挡导电方式
	7.2.3在高电压作用下，电阻元件的势垒结构被破坏，势垒减小，电阻降低。(上图)
	7.2.4如果负荷进一步增加，金属导电元件升温，电阻开始增大。在一定条件下，电阻器本体熔化或开裂，由于热膨胀率的差异，电阻器本体分离。

	7.3玻璃涂层、电极、电阻体碎裂失效机制
	7.3.1贴片电阻安装
	片式电阻器从四个方向同时安装。安装贴片电阻器时，请在电阻器下方使用定位卡扣，如图 10 所示，以免电阻器掉落。
	具有使用真空中心检测元件方向的功能的安装设备很重要。这是因为，在上图所示的定位中，片式电阻器和喷嘴之间很容易产生间隙。定位卡扣闭合的时间也需要同样的考虑。7.3.2夹紧压力
	贴片电阻保持固化定位的压力称为夹紧压力。这通常设置在 0.98N 至 2.94N（100gt 至 300gf）静压范围内。实际上，与安装一样，由于芯片只是短时间夹持，因此会对其施加冲击载荷。
	调整闭合尺寸，使贴片电阻不会因负载过大而损坏。
	7.3.4此外，如果定位卡扣磨损，则会导致晶片内的载荷集中，可能导致晶片开裂或断裂，或定位精度差。
	7.4.1如果插入机的喷嘴对元件施加过大的冲击，玻璃涂层可能会破裂，导致阻值达到以下几点。
	(1)  减轻喷嘴重量
	(2)在安装点减速
	在收缩之前使喷嘴减速，以减少施加到部件上的冲击负荷。
	确保安装的晶片附近没有备用引脚，要么改变贴片电阻的位置，要么去掉备用引脚。
	就施加到部件 a 和 b 的应力强度而言，b 承受更大的应力。
	7.6.2分离板的注意事项
	构件d的弯曲应力最大，依次为b、a、c。在这种布局方式下，组件d、b和a很可能由于弯曲应力而导致电极分离。因此，应该修改布局方式，使d、b和a受到与c相同的弯曲应力。
	7.7.1当用点胶器将粘合剂涂在已经焊接到板背面的片式电阻器上时，如果点胶器的喷嘴太低，它会使板翘曲，并可能损坏电路板附近的焊锡连接和元件。
	7.8.1有必要安排组件，以便它们不会占用太多安装焊料。 贴片元件和引线元件安装在一起时，或将贴片元件安装在底盘附近时，请对焊盘进行分隔，以免使用过多的安装焊料（图 2）。 在使用流焊时，由于元件的放置和电路板的流焊方法可能会出现焊接问题，因此需要小心。 当小组件处于大组件的阴影中时，这种情况最容易发生。
	7.8.2将喷嘴设置在离板面0 - 0.5mm之间，并在板面下方使用支撑销防止翘曲。在更换喷嘴或胶粘剂注射器后，一定要再次检查。


	8.其他事项
	8.1阻值增加和可微调电阻器的微调对比
	(1) 激光装置的场透镜焦距为150mm。
	(2) 焦平面是陶瓷基板的表面，电阻元件应完全修整。
	(3) 微调速度80mm/s，脉冲130p/mm，微调功率4.5W。
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